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Pozioma linia galwanizujgca wykorzystywana do wypetniania miedzig mikroprzelotek w produktach HDI.

Od nowoczesnych produktéw elektronicznych oczekuje sie, aby oferowaty coraz to bardziej zaawansowane
funkcje, a jednoczes$nie byly coraz mniejsze. Stawia to coraz wieksze wymagania w zakresie projektu ptytek
PCB oraz kwestii zwigzanych z procesami ich produkcji. O sukcesie produkcji wysokiej jakosci zaawansowa-
nych ptytek PCB decydujg dwa kluczowe czynniki: po pierwsze — nalezy podjg¢ wiasciwe decyzje na etapie
projektowania, a po drugie — starannie wybrac¢ fabryke bedacg w stanie sprosta¢ wszystkim specyficznym

wymogom technicznym danego projektu.

Zauwazamy rosngcg liczbe funkcji elektronicznych, ktére muszag
sie zmiesci¢ wewnatrz coraz to mniejszych urzadzen. Czy to w
dziedzinie elektroniki uzytkowej, komputeréw, technologii moto-
ryzacyjnych czy medycznych, redukcja rozmiaréw jest pows-
zechnie panujgcym trendem. Nie chodzi tu tylko o zmniejszenie
rozmiaréw rzeczywistego czy gotowego produktu, ale takze jego
komponentow, zatem zespoty muszg by¢ coraz gesciej upako-
wane, z wykorzystaniem coraz mniejszych elementéw.

Chris Nuttall, Dyrektor ds. Operacji NCAB Group, jako przyktad
podaje telefony komdérkowe:

,Prosze sie tylko zastanowi¢ nad sposobem, w jaki one
ewoluowaty. Nowoczesny telefon to nie zwykly telefon, ale smart-
fon, ktéry jest znacznie cienszy, I1zejszy i mniejszy niz telefony
komorkowe sprzed 20 lat, a pod wzgledem funkcjonalnosci jest
o lata $wietlne bardziej zaawansowany od poprzednikéw. W
rezultacie zawarte w nim PCB muszg pomiesci¢ coraz wiecej
funkcji, co sprawia, ze samo ich projektowanie staje sie coraz
bardziej ztozone, na coraz mniejszych obwodach drukowanych.
Przyktadem urzgdzenia z PCB produkcji NCAB jest aparat
fotograficzny Hasselblad. Aparat Hasselblad H1D z 2002 roku
mogt wykonywacé zdjecia o rozdzielczosci do 22 megapikseli.
Fotografie uzyskiwane za pomocg najnowszego modelu Has-
selblad, H5D, moga mie¢ rozdzielczo$¢ nawet do 200 megapik-
seli. Czujniki, pamie¢ i procesory stanowigce sedno tej nowe;j

Chris Nuttall, Chief Operations Officer, NCAB Group.

,Prosze sie tylko zastanowi¢ nad spo-
sobem, w jaki one ewoluowaly. Nowoc-
zesny telefon to nie zwykly telefon, ale
smartfon, ktory jest znacznie cienszy,
Izejszy i mniejszy niz telefony komor-
kowe sprzed 20 lat, a pod wzgledem
funkcjonalnosci jest o lata swietlne
bardziej zaawansowany od poprzed-
nikéw. W rezultacie zawarte w nim PCB
muszg pomiesci¢ coraz wiecej funkcji,
co sprawia, ze samo ich projektowanie
staje sie coraz bardziej ztozone na coraz
mniejszych obwodach drukowanych”.
CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

i znacznie bardziej zaawansowanej technologii w oczywisty
sposob wymagajg umieszczenia bardziej ztozonej ptytki PCB w
sercu mechanizmu.

Pojawienie sie tych coraz bardziej wyrafinowanych pro-
duktéw doprowadzito do powszechnego wykorzystania bardziej
ztozonych ptytek PCB.

Ich specyfikacje wymagaja tzw. rozwigzan HDI, obwodéw o
duzej gestosci, z wiekszg liczbg warstw, potgczen zaréwno na
powierzchni, jak i wewnatrz ptytek PCB, przez wykorzystanie
przewoddw o mniejszej szeroko$ci i ograniczenie przestrzeni
migdzy nimi, co w sumie prowadzi do projektu opartego na
mniejszych, laserowo wierconych mikroprzelotkach ($lepych
przelotkach), poniewaz zwykte otwory przechodzace przez
wszystkie warstwy ptytki zwyczajnie nie zmiescityby sie na tak
ograniczonej przestrzeni. Dlatego rosnie liczba producentéow
wytwarzajgcych coraz wiecej ptytek zawierajgcych rowniez
przelotki zagrzebane. Wszystko to zwieksza liczbe wzajemnych
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potgczen w ramach plytki PCB i uwalnia cenng przestrzen na

warstwie zewnetrznej, co pozwala zmiesci¢ wigcej komponentéw.
Zwiekszona liczba warstw, wraz z technologig mikroprzelotek,

wymaga réwniez wykorzystania cienszych prepregéw i rdzeni

niz w konwencjonalnie produkowanych ptytkach, co zwigksza

réwniez wymagania stawiane fabrykom®.

WIECEJ ETAPOW PRODUKCJI

~Szeroko zakrojona miniaturyzacja znacznie zwigksza popyt na
sprzet produkcyjny w fabrykach PCB. Wiele etapéw produkgiji
ptytek HDI jest podobnych do tych stosowanych przy wytwarzaniu
ptytek konwencjonalnych. Jednakze produkcja HDI wymaga znacz-
nie bardziej wyrafinowanego sprzetu umozliwiajgcego uzyskanie
koniecznych tu miniaturowych geometrii* — méwi Kenneth Jonsson,
Menedzer ds. Technicznych NCAB Group w Szwegciji.

,Nie chodzi tylko o to, ze wprowadzenie do ptytek kilku warstw
przelotek zagrzebanych i/lub mikroprzelotek wymaga licznych
dodatkowych krokow, ale tez kroki te nalezy kilkakrotnie powtérzyc,
a wszystko to zwieksza stopien ztozono$ci i ryzyko popetnienia
btedu® — moéwi. ,Na ptytkach HDI wszystkie te geometrie sg
znacznie mniejsze, co stwarza potrzebe stosowania bardziej
specjalistycznego sprzetu zaprojektowanego dla zaawansowanej
technologicznie produkcji. Wiele fabryk stosuje wiercenie laserowe,
ale niestety takie, ktére posiadajg tez wtasciwe urzadzenia do gal-
wanizacji i odpowiednie doswiadczenie rzeczywiscie pozwalajgce
im na produkcje wysokiej jakosci ptytek HDI nie sg az tak liczne. To
dlatego w NCAB pos$wigcamy wiele uwagi i wysitku procesowi kwa-
lifikacji i weryfikaciji fabryki zanim wyrazimy zgode na uruchomienie
produkcji ptytek HDI dla naszych klientow.

JPierwsze, co bierzemy pod uwage przy generowaniu mikro-
przelotek, to zaawansowane wiercenie laserowe mogace stuzyé do
wiercenia otworéw $lepych o srednicy do 50 um, cho¢ wiekszo$¢
mikroprzelotek ma zwykle $rednice ok. 100 um. Najnowsze gene-
racje stosowanych tu urzagdzen moga wierci¢ do 500 otworéw na
sekunde” — méwi Kenneth Jonsson.

Maszyna do bezposredniego naswietlania laserowego (LDI) przenosi i drukuje
wzdr bezposrednio na materiale ptytki obwodu drukowanego na pomocg wigzek
laserowych.

Kolejnym réwnie istotnym zadaniem jest przeniesienie wzoru
obwodu na ptytke HDI, co wymaga réwnie wysokiej precyzji,
nieosiggalnej dla technik stosowanych w tradycyjnej foto-
grafii. Zamiast tego producenci ptytek HDI wykorzystujg albo
urzadzenia do przetwarzania obrazu dostosowane do aparatéw
CCD z oswietleniem réwnolegtym, albo systemy bezposredniego
naswietlania laserowego (LDI), ktére przenoszg wzér bezposrednio

Kenneth Jonsson, Technical Manager, NCAB Group Sweden.

na powigzany materiat fotograficzny stuzgcy do odwzorowy-
wania obrazu. Poprawia to jako$¢, poniewaz nie stosuje sie tu
zadnej pomocniczej kliszy fotograficznej, co pozwala na wieksza
dokfadno$¢ w przenoszeniu elementéw wzoru, do 50um.

WLASCIWY SPRZET | POMIESZCZENIA CZYSTE
TO PODSTAWA
,Aby zapewni¢ najlepsze mozliwe rezultaty w procesie transferu
obrazu, jest niezwykle istotne, aby proces ten odbywat sie w
specjalnych pomieszczeniach czystych o Scisle kontrolowanej
temperaturze i poziomie wilgotnosci“ — wyjasnia Kenneth Jonsson.
Wykorzystywane w tych procesach pomieszczenia czyste
muszg spetnia¢ wymogi amerykanskiej normy US FED STD 209E,
klasy 10 000. Ta klasa juz od wielu lat stanowi norme w branzy i
zakfada, ze zageszczenie czastek statych o rozmiarach =0,5um
(ludzki wtos ma zazwyczaj grubos$¢ 20 — 50um) nie powinno
przekracza¢ 10 000 czastek na stope szescienng.

»ozeroko zakrojona miniaturyzacja
znacznie zwieksza popyt na sprzet pro-
dukcyjny w fabrykach PCB i wymaga o
wiele bardziej wyrafinowanego sprzetu,
aby mozliwe byto uzyskanie koniecz-
nych tu miniaturowych geometrii“.
KENNETH JONSSON, NCAB GROUP SWEDEN

,Obecnie najlepsze fabryki majg pomieszczenia czyste
spetniajgce wymogi klasy 1 000. Aby lepiej to wyjasni¢, wspomne,
ze powietrze w naszym zwyktym otoczeniu zazwyczaj zawiera
jeden milion czastek tych samych rozmiaréw na stope szescienna.
Dobre pomieszczenia czyste sg przy tym drogie, zaréwno przy
nabyciu, jak i w utrzymaniu® — stwierdza.

Produkcja ptytek HDI wymaga réwniez innego rodzaju linii
galwanizacyjnych. W przypadku ptytek innych niz HDI najczesciej
mozna stosowac zwykte linie galwanizacyjne, z pionowo ustano-
wionymi panelami wykorzystujacymi ruchy mechaniczne i ruchy
powietrza, pozwalajgcymi na wtasciwe umieszczenie chemikaliow
galwanizujgcych i utatwiajgcymi odpowiednie miedziowanie po-
wierzchni i otworéw (galwanizacja otworéw przechodzacych przez
ptytke na wskro$ wymaga odpowiedniego przeptywu roztworéw
przez otwory, w przeciwnym razie istnieje ryzyko nieuzyskania
niezawodnej czy jednolitej grubosci galwanizacji). Ta metoda nie
nadaje sie jednak do produkcji ptytek HDI z otworami nieprzelo-
towymi o srednicy 100 um lub mniejszej. To dlatego wiekszo$¢
fabryk wykorzystuje zaréwno poziome linie galwanizaciji, jak i
linie statej galwanizacji pionowej (VCP). Te metody obejmujg
metalizacje padéw chemikaliami galwanizacyjnymi pod wysokim
ci$nieniem, co zapewnia wiasciwg galwanizacje mikroprzelotek.

Odpowiednie umieszczenie soldermaski w stosunku do
wzoru stanowi duze wyzwanie, poniewaz komponenty skrajne,
np. obwody 01005 czy uBGA o odstepach wynoszacych 400u
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lub mniejszych muszg zapewniac rejestr do 37 ym, a w skraj-
nych przypadkach — do 25 uym. Aby to osiggna¢, konieczne sa
naswietlarki CCD.

+Producenci ptytek PCB majg teraz mozliwos$¢ korzystania ze
specjalnych urzadzen LDI, aby naswietla¢ soldermaske, poniewaz
producenci soldermasek opracowali specjalne tusze obstugujgce
projekty HDI, wymagajace nizszego poziomu energii przy poli-
meryzacji‘ — méwi Kenneth.

PATRZENIE ,,POD MASKE*“
Chris Nuttall wyjasnia, ze decydujac, czy zaktad spetnia wymogi
stawiane produkcji zaawansowanej technologicznie, NCAB Group
musi doktadnie bada¢ wszystkie aspekty proceséw produkdji i
sprzetu w fabryce. Poréwnuje to do patrzenia pod maske i przepro-
wadzania kontroli technicznej nowego samochodu przed zakupem.
~Jesli fabryka twierdzi, ze stosuje wiercenie laserowe, przez co
jest w stanie wytwarza¢ niezawodne, zaawansowane technolo-
gicznie plytki PCB, to tak, jakby powiedzie¢, ze wszystko, czego
potrzebujesz, aby sta¢ sie nowym Michatem Aniotem, to zdoby¢
miotek i dtuto. Wiemy, ze sprzet do wiercenia laserowego to nie
wszystko, jesli chodzi o produkcje ptytek HDI — rownie wazne jest
dysponowanie wtasciwym sprzetem galwanizacyjnym, chemika-
liami oraz wiedzg o tym, jak obstugiwaé, nadzorowac i kontrolowaé
peten proces galwanizacji. Zwracamy tez uwage na to, jakiego rod-
zaju chemikalia i metody stosuja, na sprzet do transferu obrazéw
i procedury, a wszystkiemu towarzyszy temu zapoznanie sie z
danymi liczbowymi zwigzanymi z rzeczywistym doswiadczeniem
fabryk w tej dziedzinie i ich wynikami — to wszystko sg kluczowe
czynniki“ — moéwi.

,Oczekujemy od naszych fabryk, aby specjalizowaty sie w
wytwarzaniu ptytek zaawansowanych technologicznie — musi to
stanowi¢ kluczowa czesé ich podstawowej dziatalnosci® — dodaje
Kenneth Jonsson.

Obecnie dziata 11 réznych fabryk w Chinach i Europie mogacych
produkowac ptytki PCB HDI dla klientéw NCAB.

,Stuchamy naszych klientéw i rozmawiamy z nimi, pracujemy
nad tym, aby poznac¢ szczegoty ich projektéw i ich wymaga-
nia. Szukamy odpowiedniej fabryki dla konkretnego projektu, w
zaleznosci od jego ztozonosci, rozmiaréw i innych szczegétowych
wymagan. Réwniez w tej dziedzinie dziatalnosci stosujemy naszg
strategie zapewniajgcg zdobycie i utrzymanie najlepszej w klasie i
niezawodnej bazy zaktadow produkcyjnych, zawsze mamy wigcej
niz jedno zatwierdzone zrodto produkcji mogace obstuzyé NCAB i
naszych klientéw" — opowiada Chris Nuttall.

Z tym wszystkim z pewno$cig zgadza sig jeden z klientéw
NCAB:

,Najwyzsza jakos¢ i dostepnosé towaru to dla nas kluczowe
czynniki. Srodowisko starannie wyselekcjonowanych fabryk NCAB
zapewnia, zeby moce produkcyjne byly zawsze wystarczajgce,
zakiady te mogty sprosta¢ réznym terminom realizacji i dostarczy¢
réznego rodzaju ptytek PCB, ktérych potrzebujemy. Dzigki sku-
tecznym metodom kontroli jakosci w tej firmie, stosowanym na
miejscu w Chinach, fabryki NCAB zawsze wywigzujg sie ze swoich
zobowigzan. NCAB Group to elastyczny i pewny partner* — méwi
Mikael Borg, Menedzer ds. zaopatrzenia Hasselblad.

Kenneth Jonsson podkresla znaczenie nie tylko tego, zeby
fabryka byta w stanie produkowa¢ zaawansowane plytki PCB, lecz
takze minimalizowac liczbe btedéw w produkcji.

,Wezmy za przyktad ptytki HDI. Produkcja tego rodzaju ptytki
w metodzie 3-4b-3 zaktada czterokrotne laminowanie, wiercenie
i galwanizacje. Jesli wspoétczynnik btedu wyniesie 10% w kazdym
cyklu produkcji fabrycznej, liczba odrzuconych ptytek przewyzszy
liczbe tych rzeczywiscie wyprodukowanych. W takim wypadku
pojawia sie tez pytanie o jakos¢ tych egzemplarzy, ktére dotrwajg
do etapu dostawy“ — méwi Kenneth Jonsson, dodajgc, ze powinien
to by¢ powdd do obaw: ,Z uwagi na to, ze komponenty ptytki moga

kosztowac¢ 100 razy wiecej niz sama ptytka, niezawodna jako$¢
ptytki ma decydujgce znaczenie. W przeciwnym razie odrzuca-
nie wyrobow na dalszych etapach produkcji moze by¢ niezwykle
kosztowne®.

»Jesli fabryka twierdzi, ze stosuje wier-
cenie laserowe, przez co jest w stanie
wytwarza¢ niezawodne, zaawansowane
technologicznie ptytki PCB, to tak, jakby
powiedzieé, ze wszystko, czego potrze-
bujesz, aby sta¢ sie nowym Michatem
Aniotem, to zdoby¢ miotek i diuto. Wiedza
o przeprowadzaniu procesu galwanizacji
jest rownie wazna jak dysponowanie
najnowoczesniejszym sprzetem galwani-
zacyjnym.”

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

ZROZUMIENIE, O CO CHODZI W PROJEKTOWANIU
Innym priorytetowym elementem, jesli chodzi o ptytki zaawanso-
wane technologicznie, jest sam projekt. Margines tolerancji jest
bardzo maty w wypadku takich czynnikdw, jak szerokosci prze-
wodow, odlegtosci izolujgce pomiedzy elementami miedzianymi,
wymogi dotyczgce impendacji, rozmiary otworéw i ich stosunek do
powierzchni stuzgcych to przechwytywania i docelowych. Wszystko
to stanowi znaczne wyzwanie juz na etapie projektowania uktadu.
Zasady projektowania powinny by¢ realistyczne i dostosowane

do potrzeb produkcji seryjnej od samego poczatku. Kenneth
Jonsson przestrzega przed licznymi putapkami w sytuacji, gdy
uwzgledniane s3 tylko fabryczne zasady projektowania prototypow:
w~Jednym z przyktadéw moze by¢ stosowanie zbyt cienkich rdzeni
wewnetrznych, aby mozliwe byto wytworzenie odpowiedniego
sprzezenia pojemnosciowego. Moze to by¢ dobre rozwigzanie dla
zaktadéw produkujgcych prototypy, gdzie przywigzuje sie duzg
wage do poddawania tych cienkich rdzeni warstw wewnetrznych
zasadniczo tylko procesom manualnym. Moze to jednak prowadzic¢
do powaznych probleméw w przypadku produkcji seryjnej ze
wzgledu na wystepowanie réznych wydajnosci — w takim wypadku
cienkie rdzenie wewnetrzne mogg utkng¢ podczas przetwarzania w
diugich, zorientowanych na ilos¢ liniach wytrawiajgcych, poniewaz
zasadniczo sg one zbyt drobne. Dlatego w miare mozliwosci re-
komendujemy unikanie stosowania rdzeni wewnetrznych cienszych
niz 75 ym, poniewaz zgodnie z naszym do$wiadczeniem to
zalecenie projektowe sprawdza sie w catej naszej bazie zaktadow
produkcji zaawansowanej technologicznie”.

Jesli na plytce jest wystarczajgco duzo miejsca, a dany komponent
jest dostepny w wersjach z r6znymi odstepami, Kenneth zaleca
takze wybor komponentu z wigkszym odstepem, poniewaz zm-
niejsza to ztozonos¢ ptytki i prowadzi do oszczednosci kosztow.
Mniejsze komponenty moga by¢ tansze i tatwiej dostepne, ale
takie podej$cie moze niepotrzebnie wywindowaé koszty ptytki w
stosunku do jej zastosowania koncowego. Wyboér mniejszych kom-
ponentéw zazwyczaj zwigksza ztozonos¢ zespotu obwodow, przez
co podnosi tez koszty ptytki.

To wiasnie w tym miejscu klient powinien podjaé wspotprace z
NCAB, aby ustali¢, czy dany projekt komponentéw jest optacalny

— czy oszczednos$¢ kosztow wigzgca sie z zakupem tatwiej
dostepnych, ale tez bardziej ztozonych, komponentéw réwnowazy
potencjalne uzyskanie drozszej ptytki. Jesli np. ptytki majg by¢ wy-
korzystywane w produkgji telefonéw komérkowych przeznaczonych
na rynek konsumpcyjny lub w produkcji matoseryjne;j.
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W produkgji ptytek HDI wykorzystuje sie wiercenie laserowe.

W naszej branzy widzimy tez coraz wiecej komponentéw
wykorzystujgcych montaz typu PoP (Package on Package). Nalezy
doktadnie sprawdzi¢, czy zaktad montazowy jest zaznajomiony

z ta technologig i dodatkowymi kosztami, ktére moga sie z nig
wigza¢. Oczywiscie mniejsze komponenty oznaczajg oszczedno$é
przestrzeni, co moze pozwoli¢ na redukcje kosztéw, o ile nie
sprawi to, ze ptytka bedzie bardziej ztozona, z kilkoma poziomami

mikroprzelotek lub dodaniem struktur zagrzebanych itp. W fazie
projektowania zdecydowanie nalezy oceni¢ oszczednos$c¢ przestr-
zeni w kontekscie kwestii zwigzanych ze ztozonoscia.

,NCAB celowo angazuje sie od samego poczatku, aby pomoc
klientom znalez¢ wtasciwe rozwigzanie. Nalezy zdac sobie sprawe
z rzeczywistych réznic migedzy produkcjg prototypéw a seryjng“ —
wyjasnia Kenneth Jonsson. ,Jesli od samego poczatku nie skupimy
sie na wiasciwych kwestiach, moze to zagrozi¢ catemu projektowi,
poniewaz moze sie okazac, ze dany projekt nie nadaje sie do
produkcji seryjnej. Zalecam rozpoczynanie jednolitych projektow
przy wspétpracy z nami juz na wczesnym etapie, aby zapewnic, ze
ptytka bedzie sie nadawac¢ do produkcji przy rozsgdnych kosztach,
odpowiednim poziomie ztozono$ci w projekcie, a takze niezawod-
nej wydajnosci* — dodaje.

.Korzysci ze wspétpracy z NCAB Group polegaja na tym, ze
posiadamy umiejetnosci i wiedze zaréwno po stronie projekto-
wania, jak i produkcji. Wiemy, czego potrzebujg fabryki, aby z
powodzeniem i terminowo dostarcza¢ wysokiej jakosci produkty.
Wiemy, jakie fabryki sg najlepsze w spetnianiu réznego rodzaju wy-
mogow. Wiemy tez, jak projektowac ptytki w sposdb, ktéry zapewni
klientom wysokg wydajnosc¢ i najlepsze w swojej klasie produkty
koncowe” — podsumowuje Chris Nuttall.

Pytania dotyczace sytuacji w réoznych czesciach swiata: Jakie zmiany zauwazajg
Panstwo na swoim rynku, zwtaszcza jesli chodzi o zaawansowane technologicznie
plytki PCB? Jak opisaliby Panstwo oczekiwania i wymagania Panstwa klientow sta-

wiane producentom ptytek PCB na Panstwa obszarze?

ROSJI
VLADIMIR MAKAROV
Dyrektor Zarzadzajacy, NCAB Group Ros;ji

,Przez dtugi czas dwustronne plytki

PCB byty norma na rosyjskim rynku.
Jednak w ostatnich latach sytua-

cja wyraznie sie zmienita. Nie jest to
niespodziankg, poniewaz rynek zmierza
w kierunku miniaturyzacji i zwigkszenia
funkcjonalnosci produktéw elektronicz-
nych, co stwarza potrzebe stosowania
bardziej zaawansowanych, gestszych
ptytek. Osiagnigcie jakosci, jakiej do-
maga sie rynek w odniesieniu do ptytek
PCB, to przede wszystkim wyzwanie dla
wysoko wykwalifikowanych projektantow.
Kluczem okazata sie bliska wspdtpraca z
klientami, pomagajgca im opracowywac
nowoczes$niejsze i bardziej konkurency-
jne produkty”.

MACEDONII
SLOBODAN SHOKOSKI
MDyrektor Zarzgdzajgcy,
NCAB Group Macedonii

,Ozywienie gospodarcze na Batkanach
nabiera tempa, cho¢ proces ten jest
raczej nieréwny. Napedzajg je gtdwnie
rozwiniete gospodarki, takie jak
Stowenia, natomiast na innych obsza-
rach postep jest znacznie powolniejszy,
niz mozna by sie spodziewaé. Ponad
60% zamoéwien dotyczy zaawanso-
wanych technologicznie ptytek PCB,
gtéwnie od kontrahentéw z branzy
telekomunikacyjnej, gdzie jakos¢ i
niezawodnos$é stanowig priorytet.
Naszym najwigkszym wyzwaniem jest
koniecznos$¢ poswiecenia duzej ilosci
czasu na doktadne sprostanie potrze-
bom naszych klientéow”.

NIEMCZECH

OKTAY CAN

Menedzer ds. klientéw kluczowych,
NCAB Group Niemczech

Nasi klienci sg liderami w segmencie
zaawansowanych technologii, wymagajg
coraz to bardziej zaawansowanych
rozwigzan, zaréwno jesli chodzi o zas-
tosowania, jak i technologie. Najwigkszy
wzrost popytu zauwazamy zatem w
dziedzinie bardziej ztozonych ptytek PCB
— na samej granicy mozliwosci tech-
nologicznych. Jednoczesnie klienci sg
coraz bardziej wymagajacy, jesli chodzi
0 jakos¢, niezawodnosé i nizsze koszty.
Zdobycie odpowiednich kompetenciji
koniecznych do wytwarzania takich
zaawansowanych ptytek zajmuje wiele
czasu, dlatego wazny jest staranny
dobdr wtasciwych dostawcow. Nasza
dziatalnos$¢ opiera sig na zdolnosci

do sprostania wymaganiom klientow i
dostarczenia niezawodnej jakosci za
odpowiednig cene.
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"8 design tips for HDI”

COMMON DESIGN PROBLEMS
REGARDING HDI

Dielectric too thick for laser vias

Too small microvia size

Too tight geometries in the form of too
small capture and target lands for the
microvia

Too tight demands on permitted dimple
on copper filled microvias

Too tight demands on the thickness of
overplating of plugged vias. (POFV or
VIPPO)

Epoxy via plugging demands for too many
different sizes of vias, this applies to both
buried as for through vias

Microvia placement

Too small distance between the
staggered holes and the microvias —
microvias or microvias — buried vias

PRODUCTION PROBLEMS DEPENDING
ON THIS

Increased time for laser drilling, lower
productivity.

High risk for voids in the plating process,
especially in the bottom of the microvias.

Increased price for the PCBs due to
reduced yields.

Increased risk for the microvia to be
blocked by unknown material and
therefore won't be plated satisfactorily.

High risk for poor plating of the microvia,
especially in the bottom.

Increased price for the PCBs due to
reduced yields.

If the target land is too small, the risk will
increase for partly missing it (so called
overshoot), and material adjacent to the
pad will be burnt down to the next layer.

If the capture land is to small, it is a risk
for the land to be broken, which is not
acceptable to any class in IPC-6016.

Increased price for the PCBs due to
reduced yields.

Affects the flow of the process, at a reaso-
nable thickness of the overplating all the
vias can be drilled in the same operation,
which makes the process much easier.

If the overplating is too thick this will
reduce the possibilities to produce outer
layers with thin tracks/small isolation.

Hard to control that bubbles dont occur
in the final plug, and that there won't be a
problem with complete filling.

If microvias are placed directly into SMD
surfaces, unnecessarily voids can arise in
the solder joints at reflow soldering.

The price structure increases if the micro
vias are copperfilled.

If the staggered microvias are placed
too close to each other, there is a risk
that the overlaying hole can intrude on
the underlying one with bad plating as a
consequence.

This can be solved by copper filling of
underlying microvias or overplating if
buried vias, all this means increased cost
and risk.

BEST SOLUTION

Use an aspect ratio under 0.8:1.

Use microvias of 100 pm with an aspect
ratio under 0.8:1 for microvias intended
for copper filling.

Use microvias of 125 ym and with an
aspect ratio under 0.8:1 for microvias
where copper filling is not a requirement.

If possible, use a start pad that is 200 pm
larger than the microvia.

If possible, use a stop pad that is 200 um
larger than the microvia.

At tighter geometries consult NCAB.

Place the requirement of dimple to a
maximum of 25 pym.

Set the requirements according to IPC-
6012 class Il and demand only > 6 pm as
overplating thickness.

Only one size of the plugged vias are pre-
ferred, if more sizes have to be plugged,
keep them within a range of 0.15mm.

Pull the microvias from the SMD surfaces
if possible.

If there is no place to do alternative 1,
place the microvias right into the pad and
demand for them to be copperfilled.

Regarding microvia-microvia, keep a
distance of 0.30 mm between holes if
possible, if not, go down to 0.25 mm.
Example: 0,10 mm microvia and 0,25 mm
buried hole gives 0,475 mm and 0.425mm
in center to center distance.
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Umiejetnosci i wspotpraca to

HANS STAHL
CEO NCAB GROUP

podstawowe warunki stworzenia

trwatego produktu

Gtéwny artykut w tym wydaniu In Focus omawia liczne kwestie zwigzane
z ptytkami HDI. Plytki HDI wiele r6zni od dwuwarstwowych ptytek PCB.
Réznice sa wyrazne, poczgwszy od poczatkowego etapu projekto-
wania, po produkcje i zakup. Jak zauwazono w artykule, sprzet, jakim
dysponuije fabryka, to tylko jedna z czesci procesu produkcji. Réwnie
wazne sg umiejetnosci i wiedza personelu. Nie nalezy jednak unikaé
technologii HDI, poniewaz oferuje ona wiele korzysci, w tym przede
wszystkim zdolno$¢ sprostania wymaganiom rynku zwigzanym z
miniaturyzacjg i niezawodnoscia. Jest niezwykle istotne, aby projektanci
i nabywcy wybrali na tej drodze wtasciwego partnera, z do$wiadczeniem
technicznym i dogtebng znajomoscig zaréwno produkciji prototypdw, jak
i seryjnej. Ma to na celu uniknigcie putapki, jaka jest zaprojektowanie
plytki dziatajgcej poprawnie na etapie prototypu, ale nienadajacej si¢ do

Grupa NCAB w mediach
32 spotecznosciowych

Juz od kilku miesiecy klienci i inni zainteresowani mogg
$ledzi¢ nas na Twitterze i LinkedIn. Od niedawna pro-
wadzimy takze blog, na ktérego tamach zgtebiamy tajniki
niezwykle bogatego $wiata obwoddéw drukowanych!

» Twitter » LinkedIn » Blog

produkciji seryjnej. Jest tez wazne, aby dysponowac kilkoma fabrykami
0 mocnej pozycji w branzy, tak aby zawsze moc dostarcza¢ optymalne
rozwigzania dla kazdej wielkosci produkciji.

Jednakze najwazniejszym czynnikiem prowadzacym do osiggniecia
optymalnego projektu jest zapewnienie wspdipracy miedzy wszyst-
kimi zaangazowanymi stronami, czyli producentami oryginalnego
wyposazenia (OEM), projektantami CAD, producentami sprzetu
elektronicznego i wytworcami ptytek PCB. Zbyt czesto, gdy otrzymujemy
zapytanie od naszych klientow bedgcych producentami sprzetu elektro-
nicznego, zostaje nam przedstawiony gotowy juz projekt i brakuje czasu
na jego udoskonalanie. Wiasciwe podejscie pozwala zaoszczedzi¢
wiele czasu i pienigdzy, a co najwazniejsze — uzyskajg Panstwo produkt
zdolny przetrwac dziesigtki lat!

You will find more PCB Design tips on our blog:

» PCB Design tips: Via-in-pad

BY KATHY NARGI-TOTH, TECHNICAL DIRECTOR, NCAB GROUP USA

Tematy omawiane w przesztosci

Zachecamy do zapoznania sie z wczesniejszymi wydaniami naszego Biuletynu. Aby otworzy¢ wiadomos$¢ w nowym oknie,
nalezy klikng¢ na podane tgcze. Wszystkie nasze biuletyny mozna znalez¢ na stronie: www.ncabgroup.com/newsroom/

» Patrzac w przysztos¢ z Market Watch NCAB

2014 0530 | NEWSLETTER 2 2014

» Wyjazdy szkoleniowe Production Insight

organizowane przez NCAB Group
201402 14 | NEWSLETTER 12014

» Branza produkujgca czesci
201311 18 | NEWSLETTER 4 2013

» Szeroki asortyment produktéw
2013 09 24 | NEWSLETTER 3 2013

» Produkcja prototypow
201306 11 | NEWSLETTER 2 2013

» Rosja przyjeta do klubu
201303 26 | NEWSLETTER 12013

Czy /piszemy/dyskutujemy/ o niewlasciwych tematach?

Zawsze poszukujemy interesujgcych tematdw, ktdére moglibysSmy oméwi¢ bardziej szczegédtowo. Jesli chcieliby Panstwo dowiedzie¢ sie
wigcej o jakim$ problemie lub przekaza¢ nam swojg opinie na temat podejmowanych przez nas tematoéw, prosimy o kontakt.

E-mail: sanna.rundqvist@ncabgroup.com

Editor SANNA RUNDQVIST sanna.rundqvist@ncabgroup.com

NCAB GROUP POLAND +48 22 717 56 65, Nowa 17. Stara lwiczna 05-500 Piaseczno, POLAND, www.ncabgroup.com
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